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１．概要（Summary） 

現在、集積回路を作成後、プローバを用いて電気的特

性を測定し、集積回路の良否のテストを行っている。 

（Fig. 1 および Fg. 2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Image of microscope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Image of tungsten prober. 

 

広島工業大学と株式会社ミウラは、プローバ用のタング

ステン製プローブにイリジウムメッキを行い、プローブの性

能向上に向けた研究を実施している。通常のタングステン

製のプローブに比べて、 

1) アルミ屑が付着しにくい 

・プローブ針のクリーニング作業減少 

2) プローブ先端の破壊減少 

3) 電極破壊減少 

の効果が得られている。 

この効果の要因を解析するために、イリジウムメッキ し

たプローブの先端写真と断面写真を、Fig. 3 および  

Fig. 4 に示す。 

 

Fig. 3. photograph of tip of probe 

 

 

Fig. 4. cross sectional view of iridium plated  

tungsten probe 

 

来年度は、イリジウムメッキしたタングステンプローブ（株

式会社ミウラ製）をセットした広島大学が所有するデバイス

測定装置(ＨＰ4156、3 台、プローバ 3 台含む)を用いて、

集積回路の特性評価から、イリジウムメッキしたタングステ

ンプローブ特性の評価を行う予定である。 

 


